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I.   Product Description: 
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Absolute Maximum Ratings  TA=25°C unless otherwise noted 
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Thermal Characteristics 
Parameter Symbol Typ Max Units 
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II. Die / Package Information: 
�
� � � � AO3401   AO3401L (Green Compound)  
Process� � � ������
���
�5���
���� � ������
���
�5���
��� �

��#�!����%��'���������	
������ ��#�!����%��'���������	
������
Package Type� � � ����������� � � �����������
Lead Frame� � � =�		�
�#���������
�'����� =�		�
�#���������
�'�����
Die Attach� � � ���!�
5�������*	�-�� � ���!�
5�������*	�-��
Bond wire� � � 1�������
�#�
�� � � 1�������
�#�
��
Mold Material� � � *	�-��
�����#����������������
� *	�-��
�����#����������������
�
Filler % (Spherical/Flake)� 8����� � � � ������
Flammability Rating� � C�58��+5�� � � C�58��+5��
Backside Metallization�� �����/�����%� � � �����/�����%�
Moisture Level�� � C	������!�����D� � � C	������!����D�
 
Note *���������������	
�!����������������
�������������	�
����
		���
�
�
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III. Result of Reliability Stress for AO3401 (Standard) & AO3401L (Green) 
 

Test Item Test Condition Time 
Point Lot Attribution Total 

Sample size 
Number of 

Failures 

Solder Reflow 
Precondition 

Standard: 1hr 
PCT+3 cycle 
reflow@260°°°°c 
Green: 168hr 85°°°°c 
/85RH +3 cycle 
reflow@260°°°°c 

0 hr Standard: 23 lots 
Green: 7 lots 

 

4290 pcs 
 

0 

HTGB Temp=150°°°°c, 
Vgs=100%of 
Vgsmax 

168/500 
hrs 
 
1000 hrs 

9 lots 
(note A*) 

738 pcs 
 
77+5 pcs / lot 

0 

HTRB Temp = 150°°°°c , 
 Vds=80%of Vdsmax 

168/500 
hrs 
 
1000 hrs 

9 lots 
(note A*) 

738 pcs 
 
77+5 pcs / lot  

0 

HAST 130+/-2°°°°c,85%RH, 
33.3 psi, Vgs = 80% 
of Vgs max 

100 hrs Standard: 21 lots 
Green: 5 lots 

 
(Note B**) 

1430 pcs 
 
50+5 pcs / lot 

0 

Pressure Pot 121°°°°c,29.7psi, 
RH=100% 

96 hrs Standard: 17 lots 
Green: 5 lots 

 
(Note B**) 

1210 pcs 
 
50+5 pcs / lot 

0 

Temperature 
Cycle 

-65 °°°°c  to 150 °°°°c ,  
air to air,  

250/500 
cycles 

Standard: 23 lots 
Green: 7 lots 

 
(Note B**) 

1650 pcs 
 
50+5 pcs / lot 

0 
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III. Result of Reliability Stress for AO3401 (Standard) & AO3401L (Green)  
Continues 
DPA Internal Vision 

Cross-section 
X-ray 

NA 
 

5 
5 
5 
 

5 
5 
5 
 

0 

CSAM  NA 5 5 0 

Bond Integrity Room Temp 
150°°°°C bake 
150°°°°C bake 

0hr 
250hr 
500hr 

 

40 
40 
40 

 

40 wires 
40 wires 
40 wires 

 

0 

Solderability 230°°°°C 5 sec 
 

15 
 

15 leads 0 
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IV. Reliability Evaluation 

 
FIT rate (per billion): 3 
MTTF = 38051 years 
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Failure Rate ;�=��1�-���8

�/ [1�./0�.60�.��0]  
;�� B��-���8

���[1�.1×�A�0�.�AB0�.12B0�H�1�.�A�0�.2��0�.12B0�H�1�.A×�A�0�.����0�.12B0] �
;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Af ;�������
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��
�����������C���=����������.*��;�� >�+������
���;�22<=0�
������
������G����
�IAf J�;�Exp I*����k .����K�
�L����K���0J�

 
Acceleration Factor ratio list: 
 55 deg C 70 deg C 85 deg C 100 deg C 115 deg C 130 deg C 150 deg C 
Af 258 87 32 13 5.64 2.59 1 
 
Tj s ;���
������K
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�������%
���.M��!��0"�M�;�=H1>� �A�
Tj u ;�����
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V.  Quality Assurance Information  
 
����	������,
��������!�����
��
�%���%����	������P�0.1%���
������
���������!��
�� �
�
9
�
��������
�%���%�(������$���P�< 25 ppm�
 
,
���������	���'���P �����
���� Mil-Std-105D 
 


